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  内容摘要
  

根据统计及预测，2025年全球相干DSP芯片市场销售额达到了48.00亿美元，预计2032年将达到104.8亿美元，年复合增长
率（CAGR）为11.8%（2026-2032）。地区层面来看，中国市场在过去几年变化较快，2025年市场规模为
百万美元，约占全球的 %，预计2032年将达到 百万美元，届时全球占比将达到 %。
2025年美国关税政策为全球经济格局带来显著不确定性，本报告将深入解析最新关税调整及各国应对战略对相干DSP芯片
市场竞争态势、区域经济联动及供应链重构的潜在影响。
相干DSP芯片是用于相干光通信的数字专用集成电路，负责在发送端将高速电信号映射为相位，幅度和偏振复用光信号，
在接收端完成采样，均衡，色散补偿，载波恢复，偏振解复用，前向纠错，链路监测和数据恢复，是相干光模块，相干光
引擎和光传送系统中的核心电子器件。该类芯片主要解决高速长距离光纤传输中的信号畸变，噪声累积，频谱效率和功耗
约束问题，通常与硅光，磷化铟，薄膜铌酸锂调制器，相干接收机，驱动器，跨阻放大器和可调谐激光器协同工作。产品
形态覆盖独立merchant ASIC，模块内置DSP，DSP光学共封装器件，系统线卡内置相干光引擎和可插拔数字相干光模块
，服务对象包括云服务商，运营商，光模块厂商，传输设备商和高速路由器厂商。其应用范围从数据中心互连，城域传送
，区域长距，骨干网，海底光缆延伸到AI集群跨数据中心互连，技术演进重点集中在更高波特率，更先进CMOS制程，更强
FEC和PCS算法，更低单位比特功耗，更小封装尺寸和更高开放标准兼容性。Nokia 将相干DSP定义为用于光纤发送和接收
数据的数字ASIC，典型速率覆盖100Gb/s至1.2Tb/s以上，距离覆盖40km至10000km。
相干DSP芯片的价值正在从传统长距传送系统向云数据中心互连和AI基础设施快速扩展，核心原因是AI训练和推理集群需要
在不同机房和园区之间移动更大规模的数据，而传统短距直接检测方案在更长距离，更高频谱效率和更低误码约束下压力
增大。Marvell 的 Orion 面向800G ZR/ZR+可插拔模块，Cisco Acacia 的 Jannu 支撑1.2T单载波多距离传输，NTT
Innovative Devices 的 ExaSPEED GAIA
支撑1.2T每波长能力，这些产品说明高端相干DSP正在成为跨数据中心和运营商传送网络的关键瓶颈器件。
竞争格局呈现“merchant芯片供应商，垂直整合系统厂商，新进入AI互连芯片公司”三类路线。400G阶段 Acacia 和
Marvell 是主要力量，800G阶段 Ciena 和 Nokia 等系统厂商更积极争取可插拔市场份额，Retym
则以5nm可编程相干DSP切入AI基础设施和云连接，形成新进入者对既有供应格局的补充。
技术路线的核心升级围绕CMOS制程，波特率，PCS算法，FEC能力，硅光协同封装和单位比特功耗展开。Ciena
WaveLogic 6 使用3nm CMOS相干DSP，Nokia PSE-6s将DSP与CSTAR硅光集成，Infinera
ICE7在被Nokia收购后纳入Nokia光网络组合并采用5nm CMOS
DSP，这表明高端产品正从单芯片性能竞争进入芯片，光学前端，封装和系统控制的综合竞争。
本报告研究全球与中国市场相干DSP芯片的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主
要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2021至2025年
，预测数据为2026至2032年。
主要厂商包括：
  Marvell Technology, Inc.
  Cisco Systems, Inc.
  NTT Innovative Devices Corporation
  Nokia Corporation
  Ciena Corporation
  EFFECT Photonics B.V.
  Credo Technology Group Holding Ltd

                             1 / 10



  Retym, Inc.
  华为技术有限公司
  中兴通讯股份有限公司
  烽火通信科技股份有限公司
  Coherent Corp.
按照不同传输距离等级，包括如下几个类别：
  接入边缘短距相干DSP芯片
  城域中距相干DSP芯片
  区域长距相干DSP芯片
  骨干超长距相干DSP芯片
  海底传输相干DSP芯片
按照不同封装集成方式，包括如下几个类别：
  裸片封装相干DSP芯片
  BGA封装相干DSP芯片
  多芯片模块相干DSP芯片
  DSP光学共封装相干DSP芯片
  其他
按照不同主导算法能力，包括如下几个类别：
  固定波特率相干DSP芯片
  自适应波特率相干DSP芯片
  概率星座成形相干DSP芯片
  信道匹配成形相干DSP芯片
  低复杂度接入相干DSP芯片
  其他
按照不同标准适配，包括如下几个类别：
  四百ZR标准相干DSP芯片
  开放增强ZR标准相干DSP芯片
  开放光分插复用标准相干DSP芯片
  其他
按照不同应用，主要包括如下几个方面：
  数据中心互连
  城域光传送
  长距骨干光传送
  海底光缆传输
  接入边缘聚合
  波分复用路由互连
  5G承载传输
  AI集群跨数据中心互连
  其他
重点关注如下几个地区
  北美
  欧洲
  中国
  日本
本文正文共10章，各章节主要内容如下：
第1章：报告统计范围、产品细分及主要的下游市场，行业背景、发展历史、现状及趋势等
第2章：全球总体规模（产能、产量、销量、需求量、销售收入等数据，2021-2032年）
第3章：全球相干DSP芯片主要地区分析，包括销量、销售收入等
第4章：全球范围内相干DSP芯片主要厂商竞争分析，主要包括相干DSP芯片产能、销量、收入、市场份额、价格、产地及
行业集中度分析
第5章：全球相干DSP芯片主要厂商基本情况介绍，包括公司简介、相干DSP芯片产品型号、销量、收入、价格及最新动态
等
第6章：全球不同传输距离等级相干DSP芯片销量、收入、价格及份额等
第7章：全球不同应用相干DSP芯片销量、收入、价格及份额等
第8章：产业链、上下游分析、销售渠道与客户分析等
第9章：行业动态、增长驱动因素、发展机遇、有利因素、不利及阻碍因素、行业政策等
第10章：报告结论
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